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Glimmerscheiben ‘ Mica wafers Intercalaires mica
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Technische Daten Technical Data: Caractéristiques techniques:
Material: 0,05 mm Material: 0,05 mm Matiére: 0,05 mm
Muskovit Muskovit Muskovit
Isolationswiderstand: 3x 107 Q/cm Insulation resistance: 3x 107 Q/cm  Résistance d'isolation: 3x107Q/cm
Durchschlagsspannung: 5 kV Breakdown voltage: 5kv Tension disruptive: 13%
Warmewiderstand (GS 3): 0,4 K/W Thermal resistance (GS 3): 0,4 K/W Résistance thermique
(GS 3):
Ausfihrliches Datenblatt auf Anfrage Detailed data sheet available on Feuille technique détaillée sur demande.
erhaltlich. demand.
Warmeleitpaste Thermal transfer compound Pate thermique <> EI7
E 15 Silikonscheiben ) ) ) Silicone wafers ) Rondelles au silicone ) - E5-8
Kapton-Unterlegscheiben fiir Halbleiter Kapton rubber washers for semiconducteurs  Rondelles Kapton pour semiconducteurs =» E 12
Aluminiumoxydscheiben Aluminium oxide wafers Entretoises en oxyde d'aluminium - EI13-14




